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Cursillo
SOLDADURA ELECTRONICA CONVENCIONAL Y SMD

Objetivos

& Identificar los componentes electronicos converaesy SMD de uso mas
frecuente.

Conocer los encapsulados de los componentes dis@éntegrados y distinguir
las caracteristicas mas relevantes de dichos canfeEm

Distinguir los distintos tipos de PCB.

Apreciar las diferencias entre la tecnologia THir6Ligh Hole) y SMT (Surface
Mount).

Aprender las técnicas de soldadura manual en éfecd.

Comprobar el manejo de las estaciones termorregsilad

Adquirir la destreza necesaria para soldar compgesariectronicos sobre tarjetas
de circuito impreso.

Practicar la desoldadura electrdnica, necesarialpaeparacion de equipos.
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Contenido

» Introduccion.
» Placas de circuito impreso. PCB.

» Tecnologia de montaje superficial.

* Ventajas e inconvenientes frente a la tecnologiaemcional.

= Componentes THD y sus encapsulados. Caracteristicas

= Componentes SMD y sus encapsulados. Tipos de pines.

» Detalles de componentes SMD: denominaciones, cédigonarcado, zécalos,
footprints, embalajes, etc.

= Evolucion y tendencias de los SMD.

= Conceptos basicos del proceso de soldadura autmmati
» Serigrafia/dispensacion de adhesivo y pasta darsold

= Técnicas de montaje. Configuraciones.

» Técnicas de soldadura: Por refusion y por ola.

* Inspeccion y pruebas.

»= Materiales de soldadura: funcion y caracteristiS8atdadura sin plomo.
= Conceptos basicos del proceso de soldadura manual.

» Preformado de terminales. Insercién de componeAtE®sorios.

* Proceso de soldadura manual.

» Soldadores y desoldadores.

» Reparacion de tarjetas mixtas

» Calidad de la soldadura. Inspeccion y pruebas.aBosanes.

= Defectos de soldadura.

» Fiabilidad. Seguridad e higiene.

» Proteccion electrostética.



Préacticas

» Soldadura de cables, conectores, z6calos, etsatdador tipo lapiz.
» |dentificacion y manipulacién de componentes dercisn.
» |dentificacion y manipulacién de componentes SMD.
= Ejercicios de soldadura y desoldadura de composdii® sobre placa de topos
utilizando estaciones termorreguladas.
= Componentes pasivos (resistencias, condensadores...)
= Componentes activos (transistores, tiristores,laeigues...)
= Circuitos integrados.
= Ejercicios de soldadura y desoldadura de compos&itb sobre placa de circuito
impreso utilizando estaciones termorreguladas.
= Componentes pasivos (resistencias, condensadores...)
= Componentes activos (transistores, tiristores,laeligues...)
= Circuitos integrados.
» Inspeccion de las soldaduras realizadas al micpgscBruebas de continuidad con
polimetro.
» Realizacion de soldaduras sin plomo.

Seguimiento

El seguimiento del cursillo se hara con una sistem&imilar al seguido en el resto de
cursos de Formacion no Reglada que se desarrailehlastituto, segun el modelo ISO y
EFQM, que incluye controles de asistencia, seguitniele actividades, encuesta de
satisfaccion, etc.

Instalaciones

Laboratorio de Electronica.




